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© Temporarer Anlaufschutz fur Kupfer und Kupferlegferungen 

@ Die OberflSchen von Gegenst&nden a us Kupfer und 
Kupferieglerungen iaufen durch oxidative Prozesse schnell 
an. Zur Vermeidung von Reinigungsschritten s!nd Oberzuge 
wis Folian, Lacks, Wachsa und Folymere bekannt, die durch 
LfisungsmitteJ und ggf. machanisch wieder entfernt warden. 
Aufgaba der Erfindung 1st as r einen temporiren Anlauf- 
schutz zu schaffen, der nur dtinne Schicbten erfordert und 
nicht korrosiv wirkL 

Der temporal Anlaufschutz boateht aua 2 bis 20 u,m dfckan 
ScWchten, die mit Hilfe waSriger Dispersionen von AcryJat- 
copolymeren der Moimaaae 50000 bis 200000 hergesteltt 
warden. Der Aktivsubstsnzgehalt der Dispersionen bstragt 2 
bis 10%. 

Mlt dam ternporaren Anlaufschutz wird bereita in dilnnen 
Schlchten eln witterungsbestandiger, ausrelchend fester 

■ Schutz erzielt, der rOckatandsfrei wieder antfernt werden 

| kann. 

Er wird zum Schutz von Sauteiian der Elektrotechnik ainge- 
I aatzt. Weitere Einaatzgabiete aind der Schutz von Qebaude- 
verkleidungen und Schildem. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen temporftren Anlauf- 
schutz fur Oberfl&chen von Bauteilen, Gegenstfinden 
aus Kupfer und Kupferlegierungen, die vorwiegend in 5 
der Elektrotechnik verwendet werden. 

Die Oberflachen von Bauteilen und Gegenst&nden 
aus Kupfer und Kupferlegierungen Iaufen unter Einwir- 
kung der Atmosphere durch oxidative Prozesse sehr 
schnell an. Vor ihrer Weiterverarbeitung mussen die id 
Oberfl&chen wieder gereinigt werden, Es werden daher 
ublicherweise Schutzfolien aufgeklebt oder Oberzuge 
auf Basis von Lacken und Wachsen als Aniaufschutz 
verwendet Solche bekannten Oberzuge weisen jedoch 
eine geringere mechanische Stability auf und zu ihrer 15 
Entfernung sind organische Ldsungsmittel und ggf. me- 
chanische Remigungsschritte erforderlich, 

Bekannt ist auch die Verwendung wiederentfernbarer 
SchutzuberzQge auf Basis synthetischer Polymere far 
Eisenmetalle in Form von Automobilkarosserien, Ma- 20 
schinen bzw. Maschinenteilen und Werkzeugen. Die 
DE 31 51 372 Al beschreibt fur diese Zwecke waBrige 
Emulsionen auf Basis von saure Gruppen enthaltenden 
Acrylpolymerisaten. Nachteilig wirkt sich bei der An- 
wendung solcher Emulsionen der hone Anteil an nicht 23 
waBrigen Bestandteilen und die Verwendung korrosiver 
Polymerisationshilfstoffe bei ihrer Herstellung aus. 

Aus der EP 0311906 Bl sind waBrige Polyacrylatdis- 
persionen oder Polyacrylatemulsionen nut einem pH- 
Wert von 4—6 bekannt, deren Herstellung bedingt auf- 30 
wendig ist Die Dispersionen weisen eine Aktivsubstanz 
von 20% auf. Weiterhin sind aus der EP 0115694 A2 
wSBrige Dispersionen von Acrylatcopolymeren be- 
kannt die fflr eine temporflren Schutz von beschichteten 
MetalloberfULchen, von Glas u. a. Oberfl&chen vor me- 35 
chanischen Beschidigungen wahrend des Herstellungs- 
und Verarbeitungsprozesses geeignet sind. Diese Di- 
spersionen erfordern bei Anwendung und auch bei ihrer 
Entfernung einen Zusatz von Alkoholen, Die Obertra- 
gung dieser bekannten technischen Lehren auf den er- 40 
fffidungsgem&0en Zweck ist nicht moglich. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, fur Gegenstande aus Kupfer und dessen Legie- 
rungen einen temporaren Aniaufschutz zu entwickein, 
der nur dQnne Schichten erfordert und nicht korrosiv 45 
wirkt 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB der temporare Aniaufschutz f Or Kupfer und dessen 
Leglerungen aus 2 bis 20 um dicke Schichten besteht 
die nut Hilfe w&Briger Dispersionen von Acrylatcopoly- 30 
meren der Molmasse von 50.000 bis 200.000 hergestellt 
werden. Der Aktivsubstanzgehalt der wMBrigen Disper- 
sionen betrfcgt 2—10%. Sie enthalten keine Hydropho- 
biermitteL 

Die Herstellung der Acrylatcopolymeren erfolgt 55 
durch Emulsionspoiymerisation in an sich bekannten 
Verfahren ohne Verwendung organischer Lftsungsmit- 
teL Es werden dabei Polymerisationshilfsstoffe verwen- 
det die nicht korrosiv wirken. In vorteilhafter Ausge- 
staltung der Erfindung konnen den wiBrigen Dispersio- eo 
nen korrosiosinhibierende Additive zugesetzt werden* 
Der Zusatz organischer Ldsungsmittel, wie Alkohoie, 
bei der Anwendung ist nicht erforderlich, 

Der erfindungsgemaBe temporare Aniaufschutz wird 
vorzugsweise zum Schutz von Gegenstfinden bzw. Bau- 65 
teilen der Elektrotechnik und Elektronik wie z. B. fur 
Dehnungs bander, Kontakte oder Leiterplatten einge- 
setzt Der temporare Aniaufschutz kann in einfacher 
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Weise durch Behandeln mit Idsungsmittelfreien wSBri- 
galkalischen Losungen rttckstandfrei wieder entfemt 
werden. 

Bei der Weiterverarbeitung von mit Anlauf schutz be- 
schichteten Bauteilen durch Ldten ist uberraschender- 
weise keine vorhergehende Entfernung der Schutz- 
schicht erforderlich. 

Die Anwendung des erfindungsgemaBen Anlauf- 
schutzes ist auch far Geb&udeverkleidungen, Schilder 
uJL aus Kupfer oder Kupferlegierungen geeignet. 

Durch die Erfindung werden folgende Yorteile er- 
reicht: Bereits in dOnnen Schichten wird ein witterungs- 
bestandiger, ausreichend fester, temporarer Schutz oh- 
ne vorherige Beschichtung oder Lackierung der Ober- 
flachen erzielt Damit verbunden ist der geringe Ver- 
brauch durch den niedrigen Aktivsubstanzgehalt der 
Dispersionen. Ein weiterer Vorteil ist die einfache rflck- 
standsfreie, ldsungsmittelfreie Entfernung des Anlauf- 
schutzes. Nach Entfernung wurde kein erhohter elektri- 
scher Widerstand festgestellt Vorteilhaft wirkt sich 
auch aus, daB bei Weiterbearbeitung durch Ldten keine 
Entfernung des Anlaufschutzes erforderlich ist 

1m folgenden wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen niher erlautert 

Beispiel 1 

Eine erfindungsgemaBe waBrige Dispersion von 
Acrylatcopolymeren einer Molmasse von 100.000 mit 
einem Aktivsubstanzgehalt von 5% wurde auf Kupfer- 
blech der Abmessung 12x6 cm aufgetragen. Die F1&- 
chenbenetzung war gut Die Kupferblechstreifen wur- 
den mit einem HeiBIuftfdn getrocknet Die Schichtdicke 
des Trockenfilms betrug ca. 5 urn. Im Ergebnis wurde 
ein fester, wasserbestandiger Aniaufschutz erzielt Die 
damit beschichteten Kupferbleche zeigten auch nach 
Ablauf von 2 Monaten keine Anlauferscheinungen. Der 
Schutzfum eines beschichteten Kupferbleches wurde 
durch eine 1% Sodalosung, der 0,5% Tenside und bis 
1% ubliche Korrosionsinhibitoren zugesetzt wurden, 
riickstandsfrei in kurzer Zeit entfernt 

Beispiel 2 

Auf die Kontakte von zwei Leiterplatten wurde eine 
erfindungsgemaBe waBrige Dispersion mit 5% Aktiv- 
substanzgehalt aufgetragen. Die Schichtdicke nach dem 
Trocknen betrug 5 bis 10 um. 

Von einer Leiterplatte wurde nach 20 Tagen der An- 
iaufschutz gem. Beispiel 1 entfernt und Anschlusse gelo- 
tet 

An der zweiten Leiterplatte wurden ebenfalls An- 
schlusse, ohne Entfernung des Anlaufschutzes, gelotet 

In beiden Fallen wurde an den Kontakten kein erhoh- 
ter eiektrischer Widerstand gemessen. 

Patentanspruche 

1. Temporarer Aniaufschutz fflr Oberflachen von 
Kupfer und Kupferlegierungen gegen klimatische 
und mechanische Einf lusse, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Aniaufschutz aus 2 bis um dtcken 
Schichten waBriger Dispersionen von Acrylatcopo- 
lymeren der Molmasse 50.000 bis 200.000 besteht 

2. Temporarer Aniaufschutz gem&B Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Aktivsubstanzge- 
halt der wafirigen Dispersionen 2 bis 10% betragt. 

3. Temporarer Aniaufschutz gem&B Anspruch 1, 
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dadurch gekennzeichnet, daB die wflBrigen Disper- 
sionen keine Hydrophobierungsmittel enthalten. 
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